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в обеспеченИИ предпрИятИй качественной экб  ....................  № 10, с. 12 

конструкторские решения
С. Фролова, Ф. Путря. созданИе 
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В. Быканов. совершенствованИе  
норматИвно- правовой базы в областИ 
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свч-фотодИодов  ............................................................................... № 6, с. 84
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В. Ежов. сИстема на крИсталле SmartFusion2 
от MicroSeMi: оптИмальное решенИе  
для Интернета вещей  ....................................................................... № 4, с. 46
А. Строгонов. характерИстИкИ надежностИ 
современных плИс  ............................................................................  № 4, с. 52
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уровня  ................................................................................................... № 4, с. 62
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П. Григорьев, С. Милешин, Т. Цивинская. 
ИсследованИе влИянИя защИты компаундом сИэл 
на стабИльность функцИонИрованИя контрольно- 
ИзмерИтельных мэмс-сенсоров  .................................................. № 4, с. 132
С. Никитин, К. Поздняков, О. Хомутская. оценка 
деформацИИ печатных плат  ........................................................  № 5, с. 144
В. Иванов. хлорИрованИе в солевом расплаве 
в технологИИ проИзводства полИкрИсталлИческого 
кремнИя  ..............................................................................................  № 6, с. 154
Д. Суханов, В. Команов. гетерогенная ИнтеграцИя 
с помощью групповой сваркИ крИсталл- пластИна –  
эффектИвный подход к 3d-ИнтеграцИИ  
мИкросхем  ......................................................................................... № 6, с. 162
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С. Ванцов. способ предотвращенИя дефектов 
отверстИй в печатных платах  .....................................................  № 6, с. 168
Д. Максимов. влИянИе структуры хИмИческого 
нИкеля на вакуумную плотность паяных соедИненИй 
металлокерамИческИх ИзделИй  ................................................... № 7, с. 110
Ю. Боброва, Д. Мануков. 3d-печать в проИзводстве 
печатных плат  .................................................................................... № 7, с. 114
М. Григорьев, Т. Михайлова, Т. Мясоедова. 
разработка электродов электрохИмИческИх 
конденсаторов на основе кремнИй- углеродных  
структур  ................................................................................................ № 9, с. 96

репортАж с преДприятия
Ю. Ковалевский, В. Мейлицев. корпуса для 
мИкроэлектронИкИ в велИком новгороде. вИзИт 
в проИзводственное подразделенИе компанИИ 
«тестпрИбор»  .......................................................................................  № 1, с. 58
Ю. Ковалевский, В. Мейлицев.  
полный цИкл, мИровой уровень.  
вИзИт в группу компанИй «дИаконт»  ..........................................  № 3, с. 74
В. Мейлицев. в перспектИве мы вИдИм себя в ролИ 
корпоратИвного центра проИзводства печатных плат. 
вИзИт на азовскИй оптИко- механИческИй завод  ................. № 6, с. 62
В. Мейлицев. контрактное проИзводство 
электронИкИ. простые рецепты для сложных задач. 
вИзИт в ооо «микроэм технологИИ»  ............................................  № 7, с. 40
В. Мейлицев. технологИя для кратного сокращенИя 
сроков созданИя отечественной экб: сИстема 
в корпусе на основе ltcc. вИзИт в научно- 
проИзводственный центр «спецэлектронсистемы»  ................... № 8, с. 34
Ю. Ковалевский, О. Саликова.  
пора переходИть на россИйскИе технологИИ. 
особенно, когда онИ есть. вИзИт в ооо «санкт- 
петербургскИй центр «элма»  .......................................................... № 9, с. 44
Ю. Ковалевский. гИбкость ИлИ проИзводИтельность 
контрактного проИзводства: дИлемма разрешИма? 
вИзИт на сборочно- монтажное проИзводство 
компанИИ ооо «нанотех»  .............................................................. № 9, с. 54

свч-электроникА
В. Репин, И. Мухин, М. Дроздецкий, Г. Алексеев. 
шИрокополосный свч-аттенюатор, выполненный по 
мостовой структуре  .......................................................................  № 2, с. 116
В. Кочемасов, Т. Косичкина. усИлИтелИ мощностИ 
по схеме догертИ. часть 1  .............................................................  № 3, с. 144
К. Джуринский, С. Павлов, О. Морозов. 
отечественные радИочастотные соедИнИтелИ 
мм-дИапазона длИн волн  ............................................................ № 3, с. 154
В. Кочемасов, Т. Косичкина. усИлИтелИ мощностИ 
по схеме догертИ. часть 2  ..............................................................  № 4, с. 118
А. Коренев. особенностИ прИмененИя коаксИально- 
мИкрополосковых переходов для поверхностного 
монтажа тИпа SMp  ..........................................................................  № 5, с. 106

Г. Алексеев, А. Калёнов, И. Мухин, В. Репин. 
определенИе оптИмального соотношенИя между 
дИскретИзацИей И квантованИем для свч ацп  .......................  № 6, с. 72
А. Бугаёв, Ю. Ковалевский.  
решенИя компанИИ Mini- circuitS:  
от выбора свч-компонента до проИзводственного 
тестИрованИя ИзделИй  ...................................................................  № 6, с. 76
А. Аредов. мИкросхема шИрокополосного 
сИнтезатора частоты до 6 ггц со встроенным гун  .................  № 7, с. 92
К. Гомес- Дуарте, А. Лезинов.  
практИческИй подход к проектИрованИю заказных 
SMt-корпусов для Ис мИллИметрового дИапазона 
длИн волн  ...........................................................................................  № 7, с. 98
В. Кочемасов, С. Дингес, В. Шадский. твердотельные 
свч-переключателИ средней И большой мощностИ. 
часть 1  ..................................................................................................  № 8, с. 108
К. Джуринский, В. Батаев. соедИнИтелИ 1.35 mm для 
работы в дИапазоне частот 0–90 ггц  ..........................................  № 8, с. 114
В. Кочемасов, С. Дингес, В. Шадский. твердотельные 
свч-переключателИ средней И большой мощностИ.
часть 2  ..................................................................................................  № 9, с. 116
К. Джуринский. эволюцИя радИочастотных 
соедИнИтелей для мобИльной И сотовой связИ  ................. № 10, с. 74
В. Кочемасов, С. Дингес, В. Шадский. твердотельные 
свч-переключателИ средней И большой мощностИ.
часть 3  .................................................................................................  № 10, с. 82

силовАя электроникА
О. Пчельникова- Гротова. проектИрованИе И расчет 
автономных фотоэлектрИческИх энергетИческИх 
установок  ...........................................................................................  № 1, с. 120
О. Пчельникова- Гротова, А. Иванов, В. Латыпов.  
устройство слеженИя за солнцем 
в фотоэлектрИческИх энергетИческИх  
установках  ......................................................................................... № 2, с. 120
Е. Рабинович. ИсточнИкИ пИтанИя  
tdK-lambda серИИ Gxe: управляемая мощность 
в промышленном конструктИве ................................................. № 2, с. 128
Ф. Досталь. снИженИе помех в сИнхронных 
понИжающИх преобразователях с помощью 
дополнИтельного дИода шотткИ на прИмере adp2443 
от компанИИ analoG deViceS  .......................................................  № 5, с. 112
Т. Брэнд. ключевые характерИстИкИ ИзолИрованных 
драйверов затвора мощных транзИсторов  ..............................  № 7, с. 88
М. Савин, С. Абрамов. расчет И конструИрованИе 
планарного трансформатора для обратноходового 
преобразователя  ..............................................................................  № 8, с. 40
Ф. Досталь. как Избежать одновременного 
открытИя ключей в сИнхронных понИжающИх 
преобразователях прИ замедленИИ  
фронтов Импульсов  ......................................................................... № 8, с. 46
М. Макушин. тенденцИИ развИтИя сИловой 
электронИкИ  ......................................................................................  № 8, с. 50
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Х. Куек, А. Буквин. сравнИтельные ИспытанИя 
на генерИруемые помехИ Импульсных Ивп на 
основе традИцИонного подхода И технологИИ  
Silent Switcher  ........................................................................ № 8, с. 58
У. Ву. как выбрать огранИчИтель пусковых токов 
И прерыватель цепИ для Импульсных ИсточнИков 
пИтанИя  .................................................................................... № 8, с. 62
В. Ежов. решенИя компанИИ MornSun для сИстем 
пИтанИя в умных прИложенИях  .........................................  № 8, с. 68

системы проектировАния
С. Кокин, В. Перминов, С. Волков, С. Морозов. 
моделИрованИе электрИческИх схем с учетом 
влИянИя тзч в сапр «кИпарИс»  .............................................  № 3, с. 92
Ж.-Ф. Бинуа, С. Белоусов, Ю. Ковалевский. 
средства статИческой верИфИкацИИ SpyGlass И Vc lp: 
поИск ошИбок на уровне rtl ...............................................  № 3, с. 98
В. Ежов. новые технологИческИе решенИя 
требуют усовершенствованных Инструментов 
проектИрованИя печатных плат. по матерИалам 
конференцИИ, органИзованной компанИей 
«псб софт»  ..............................................................................  № 3, с. 104
С. Белоусов. повышенИе стойкостИ к воздействИю 
тзч устройств на базе плИс с ИспользованИем 
Инструмента SynpliFy preMier  ............................................. № 4, с. 82
М. Макушин, А. Фомина. Искусственный 
Интеллект И рентабельность как двИжущИе факторы 
развИтИя сапр  ...........................................................................  № 4, с. 90
Д. Лобзов, А. Лохов. решенИя Mentor, a SieMenS 
buSineSS для проектИрованИя Ис И печатных плат.  
часть 1  ...................................................................................... № 5, с. 126
А. Глинкин, К. Никеев, Б. Филипов. решенИя 
Mentor, a SieMenS buSineSS для проектИрованИя Ис 
И печатных плат. часть 2  .....................................................  № 6, с. 140
А. Петровичев. аналИз электромагнИтной 
обстановкИ с ИспользованИем программных  
средств  .................................................................................... № 8, с. 122
Ю. Леган. разработка электрИческой схемы 
в ИерархИческой форме. часть 1  .......................................  № 10, с. 130

событие номерА
В. Ежов, Н. Елисеев, Ю. Ковалевский. electronica 
2018: отправляемся в будущее. часть 1  ...............................  № 1, с. 34
О. Казанцева. расшИренное совещанИе 
руководИтелей предпрИятИй радИоэлектронной 
промышленностИ  ..................................................................  № 5, с. 22
Ю. Ковалевский.  
правовое регулИрованИе беспИлотного 
транспорта. совместное заседанИе секцИИ 
опк И рабочей группы по законодательному 
обеспеченИю государственной военной авИацИИ 
И авИастроИтельного комплекса экспертного 
совета комИтета сф по обороне И безопасностИ  .........  № 6, с. 18

схемотехникА
С. Пескова. убИть uSb-кИллера  ...........................................  № 2, с. 102
А. Воронин. структура каналов для счИтывающей 
электронИкИ кремнИевых детекторов  ............................... № 2, с. 106
А. Воронин. шумовые свойства И параметры 
сИгналов в головной частИ канала счИтывающей 
электронИкИ для кремнИевых детекторов .......................  № 10, с. 114 

технологическое 
оборуДовАние и мАтериАлы
А. Калмыков, В. Мейлицев. качество через 
автоматИзацИю: трафаретный автомат G-titan 
компанИИ GKG  .........................................................................  № 3, с. 184
А. Алексеев, С. Петров, Е. Чукавов.  
от замысла до воплощенИя: прИнцИпы  
успешного партнерства разработчИков сто 
И проИзводИтелей экб ...........................................................  № 3, с. 190
Д. Поцелуев. мы поставляем не только матерИалы, 
но И знанИя, И технологИИ  .................................................  № 5, с. 134
Г. Степанищев. прецИзИонные автоматИческИе 
клапаны для дозИрованИя жИдкИх 
двухкомпонентных матерИалов от nordSon eFd  ..........  № 5, с. 142
С. Шиляев, С. Постнов. обработка металлов 
И дИэлектрИков аргоновой свч-плазмой 
атмосферного давленИя  ...................................................... № 6, с. 150
Е. Acтaxoв, А. Астахова, П. Царин, И. Колганов, 
С. Горобец. прИмененИе термохИмИческИ стойкИх 
фИльтрующИх матерИалов в мИкроэлектронной 
промышленностИ  ..................................................................  № 7, с. 128
Н. Левкина, А. Медведев. сравнИтельные 
характерИстИкИ отечественных И Импортных 
влагозащИтных покрытИй  ...................................................  № 7, с. 134
Ш. Сарновски. «лИса», «пума», «тарантул»:  
гИбкость И адаптИвность почтИ как в жИвой 
прИроде  .....................................................................................  № 8, с. 126
Е. Acтaxoв, А. Астахова, П. Царин, И. Колганов, 
С. Горобец, А. Дымова. прИмененИе новых 
порИстых матерИалов для нужд разлИчных 
отраслей промышленностИ  ................................................ № 8, с. 130
А. Завалко. унИверсальные сборочные 
центры: как ускорИть вывод на рынок сложных 
И унИкальных ИзделИй  ..........................................................  № 9, с. 66
М. Макушин, В. Мартынов. освоенИе 
euV-лИтографИИ в серИйном проИзводстве: 
перспектИвы И проблемы  ......................................................  № 9, с. 70
С. Аваков, В. Плебанович, А. Лапко. генераторы 
ИзображенИй для безмасковой лИтографИИ  ...................  № 9, с. 80
Д. Поцелуев. влагозащИтное покрытИе: что 
необходИмо учесть прИ выборе  ...........................................  № 9, с. 86

цифровое произвоДство
А. Генцелев. сИстемы для предупрежденИя 
дефектов на проИзводстве  ..................................................  № 3, с. 180
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Р. Ромашко, В. Ежов. цИфровые технологИИ 
компанИИ hartinG для современного проИзводства: 
когда заказчИк становИтся партнером  .............................. № 9, с. 132
Д. Чернов. ИсторИя автоматИзацИИ одного 
процесса, ИлИ как оцИфровать ручное  
проИзводство  ........................................................................ № 10, с. 136

экономикА + бизнес
Н. Кульчицкий, А. Наумов, В. Старцев.  
рынок неохлаждаемых мИкроболометров 
для Ик-камер: тенденцИИ И перспектИвы  .......................... № 1, с. 156
М. Макушин, А. Фомина. экономИческИе аспекты 
развИтИя мИкроэлектронИкИ кнр  .......................................  № 2, с. 158
А. Фомина. регИональное распределенИе 
И эффектИвность органИзацИй россИйской 
радИоэлектронной промышленностИ  ............................. № 4, с. 140
Ю. Ковалевский, Е. Суворов.  
рынок И технологИИ в сИловой электронИке:  
отчеты yole développement  .......................................................  № 5, с. 156
В. Разумов. внешнее фИнансИрованИе от фонда: 
так лИ это сложно, как кажется?  ........................................  № 6, с. 176
Н. Тюрнев. внешнее фИнансИрованИе для 
переоснащенИя предпрИятИя  .............................................  № 7, с. 158
М. Макушин, А. Фомина. проблемы развИтИя 
мИкроэлектронИкИ кнр И тайваня  .....................................  № 7, с. 160
Г. Левин. фИнансовая поддержка мфппип. 
реальный опыт  ........................................................................  № 8, с. 136
А. Фомина. цИфровая трансформацИя 
радИоэлектронИкИ  ................................................................  № 8, с. 140

электромехАнические компоненты
М. Самойлова. щелк, И готово!  
модульные разъемы odu-Mac® blue-line  ...........................№ 10, с. 62
Р. Ромашко, В. Ежов.высокИе скоростИ требуют 
умных решенИй: кабельные сИстемы И соедИнИтелИ 
Molex для передачИ данных в дата-центрах 
И телекоммунИкацИонной Инфраструктуре  ....................№ 10, с. 68

электроннАя компонентнАя бАзА
М. Макушин, И. Черепанов. некоторые аспекты 
развИтИя рынка преобразователей данных  .......................  № 1, с. 74
B. Осипов. прИмененИе снк 1879вя1я в качестве 
многоканального амплИтудного аналИзатора 
цИфрового спектрометрИческого тракта  .......................... № 1, с. 82
Г. Алексеев, В. Репин, И. Мухин, М. Дроздецкий. 
высокочастотный 8-разрядный бикмоп ацп  ....................  № 1, с. 88
В. Ежов. ацп И цап analoG deViceS: обзор новИнок 
2018 года  ......................................................................................  № 1, с. 92
В. Ежов. мэмс-датчИкИ Murata: ИнновацИонные 
технологИИ для точных ИзмеренИй  ..................................  № 1, с. 104
Дж. Стивенсон, О. М. Азиз. pulSe electronicS: 
электромагнИтные компоненты для ответственных 
прИмененИй  ..............................................................................  № 2, с. 96

П. Пастухов. сИнхронное статИческое озу 
конвейерного тИпа  ................................................................  № 3, с. 130
В. Громов, Н. Брюхно, В. Стрекалова, Т. Паньков, 
С. Алёхин. новая серИя бИполярных транзИсторов 
проИзводства зао «группа кремнИй эл»  ...........................  № 3, с. 138
О. Конц, А. Фадеева. новые компоненты И решенИя 
от würth elektronik: всё меньше места для «магИИ» 
в электронИке  ..........................................................................  № 5, с. 102
В. Смирнов , А. Харитонов, А. Шалаева, А. Сак. 
отечественные помехоподавляющИе керамИческИе 
фИльтры б33 для поверхностного монтажа  ....................  № 6, с. 120
В. Кочемасов, С. Хорев. конденсаторы переменной 
емкостИ. часть 1  ......................................................................  № 6, с. 128
А. Щепанов. развИтИе россИйской электронной 
компонентной базы: взгляд эксперта  .................................  № 7, с. 74
В. Кочемасов, С. Хорев. конденсаторы переменной 
емкостИ. часть 2 ........................................................................  № 7, с. 78
М. Соколов, В. Ежов. пленочные конденсаторы 
wiMa: электронные компоненты с безупречной 
репутацИей  ...............................................................................  № 8, с. 102
М. Макушин, И. Черепанов. современные 
тенденцИИ развИтИя конденсаторов  ................................ № 10, с. 50
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